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Modul procesoru ATmega v pouzdru TQFP64

Milan Horkel

Procesorovy modul muZe byt osazen jednim z procesort rodiny
ATmega v pouzdru TQFP64. Podle varianty se osadi i pfislusny
programovaci ISP 6 PIN konektor a ladici JTAG 10 PIN konektor.
Dale je mozné osadit krystal (hlavni i hodinkovy). Na desce je také
RESET tlacitko.
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1.Technické parametry
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Parametr Hodnota Poznamka

Napéjeni 2.7V ..4.5V ..5.5V Podle procesoru a rychlosti

Spotieba TmA/5.0V ATmega64-16Al, 1MHz vnitini RC oscilator
Procesor Atmega64, ATmegal28 Volitelné dalsi typy v pouzdru TQFP64
Interface ISP 6pin, JTAG 10pin ISP ve dvou variantach dle procesoru
Rozméry 61 x 71 x 16mm Vyska nad nosnou deskou
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2.Popis konstrukce

2.1.Uvodem

Jedna se o standardni procesorovy modul do stavebnice pro procesory ATMEL v pouzdru TQFP64.
Takovych procesori je mnoho a jisté budou ptibyvat dalsi. Pfed osazenim je tfeba zkontrolovat
podle katalogu zapojeni programovacich (ISP) konektorl a osadit jen ten konektor, ktery patii

k vybranému procesoru. Deska podporuje obé v soucasné dob¢ aktudlni varianty zapojeni.

2.2.Zapojeni modulu

Zapojeni modulu je trividlni. Podle katalogu je tfeba zajistit, kterou variantu ISP konektoru je tfeba
osadit (J66 nebo J67). Zapojeni ISP odpovida doporuceni firmy ATMEL. Déle je na desce JTAG
ladici konektor J68 zapojeny obvyklym zptisobem. Deska je doplnéna nékolika kondenzatory a
odpory pro volné pouZiti.
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Napéjeci konektor J65 je opatfen ochrannou diodou D1 proti piepdlovani (jen pro napdjeci zdroj
s omezenim proudu) a napdjeni je béZnym zpisobem filtrovano. Filtra¢ni tlumivka L1 zajistuje
minimalizaci ruSeni v napdjeni analogové ¢asti obvodu. V nouzi je mozné nahradit ji propojkou.

Procesor miiZze bézet z vnitiniho oscilatoru nebo miize pouzivat vnéjsi krystal X1 (standardni velky)
nebo X2 (maly hodinkovy), pfipadné RC oscildtor R3/C8 (jen u nékterych procesori). Misto
krystalil se daji osadit kontaktni dutinky aby bylo mozno krystaly ménit dle potfeby.

Krystal X3 (maly hodinkovy) je pfipojen na oscildtor Casovace.

Zbyva jiz jen tlacitko RESET. Kondenzator C7 se nesmi osadit pokud se pouziva ladéni pomoci
JTAG rozhrani. Pfipomindm, Ze novy procesor md od vyrobce JTAG rozhrani zakdzané a musi se
povolit pfeprogramovéanim konfiguracniho slova procesoru.
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2.3.Zapojeni

pF value,

pouzitych 10

Zapojeni konkrétniho procesoru je vhodné konzultovat s katalogovym listem. Na prvni strané
schématu jsou uvedeny vybrané procesory, které je mozné osadit ale mohou se pouZit i dalsi.

2.4.Mechanicka konstrukce

Jednd se o standardni modul do stavebnice s upeviilovacimi rohovymi sloupky.
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3.0sazeni a oziveni

3.1.0sazeni

Pti osazovani pozivdme minimum p4djky a radéji pouzijeme mikropdjecku. Procesor pfipajime
nejdiive za jednu rohovou noZzicku a pak za druhou a pokud jsme se trefili tak pfipdjime zbytek
nozic¢ek. Na desce je 6 dratovych propojek.
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Odpory Mechanické soucdstky
RI, R4 1k J1-J16, J17-132,
R2, R101, R102, R103 10k J33-J48, J49-64 JUMP2x16
R3 # J69 JUMP2
Keramické kondenzatory J65,]66,167 JUMP2x3
C8,C9 15pF J68 JUMP2x5
C101, C102, C103 10nF J1014J103+J105,
C2,C3,C4,C5,C6 100nF J1024J204+J106, TUMP3
Cc7 #100nF J1074J109+J111,
Elektrolytické kondenzatory J108+J110+J112
Cl 22uF/6.3V SW1 P-B1720
Indukénosti Konstrukéni soucéstky
L1 10uH Aks Sroub M3x12 kiiZovy
Diody s vélcovou hlavou
D1 1N4007SMD 8ks Matice M3
Integrované obvody
U1l Atmega64_128_TQ64
Krystaly
X1 #
X2,X3 #32768Hz
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Sestipinovy ISP konektor osazujeme jen jeden (podle procesoru). Krystaly miiZzeme osadit rovnou
pokud vime frekvence nebo misto nich osadime dutinky z precizni patice a pak se mohou krystaly

volné vyménovat.
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